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© Etikettenvorrichtung mit einer kapazttiv an eine Antenna gekoppelten integrierten Schaltung und Verfahren 
zu ihrer Herstellung 

© Es warden eine Etikettenvorrichtung und Herstellungsver- 3 <p 7a 5b s 

fahren dafur offenbart. Die Etikettenvorrichtung weiat eine 
Integrierte Schaltung (1), in der integrierten Schaltung (1) 
enthaltene Elektrodenplatten (2, 3), einen elektrlsch isolle- 
renden Film (4), der die Elektrodenplatten (2, 3) bedeckt, 
AntennanachlQ88e (6a, 7a), die Jewells einer der Elektroden- 
platten (2, 3} gegenQberifegen, mit dem Isolierenden Film (4) 
dazwischen, Antennen (6, 7), die Jewells mit elnem der 
Antennenanschlussa (6a, 7a) verb und en sind, und HOIIteile 
(6, 9) auf. Die Etikettenvorrichtung ist sehr haltbar und 
betriebsslcher und kann mittela einfacher Arbeitsab(§ufe 
hergestellt werden. 
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Beschreibung auf einer Hauptfl&che der integrierten Schaltung eine 

allgemein flache Elektrodenplatte angeordnet und mit 

Die Erfindung betrifft eine Etikettenvorrichtung, die der Antwortschaltung verbunden. Ein allgemein flacher 

Informationen z. B. in bezug auf die Art und den Preis AntennenanschluB ist mit der Antenne verbunden und 

eines Handelsartikels und speichert und als Antwort auf 5 Hegt der Elektrodenplatte in einem vorgewahlten Ab- 

von einer Abfrageeinrichtung empfangene elektroma- stand gegenfiber. 

gnetische Wellen ein auf den Informationen basierendes Ein erfindungsgemaBes Verfahren zur Herstellung ei- 

Signal sendet, und Verfahren zu ihrer Herstellung. ner Etikettenvorrichtung umf aBt, auf einem ersten Hflll- 

Im Stand der Technik zeigt z. B. die EP 0 585 132 Al teil einen allgemein flachen AntennenanschluB zu bil- 

einen Transponder, der mit Antennen elektromagneti- to den. Es wird eine integrierte Schaltung vorbereitet, die 

sche Wellen von einer Abfrageeinrichtung empfangt, eine Antwortschaltung zum Speichern von Informatio- 

was seine Antwortschaltung dazu bringt, als Antwort nen und zum Ausgeben eines auf den Informationen 

auf die empfangenen Wellen Informationen auszugeben basierenden Signals, eine allgemein flache Elektroden- 

und die Informationen fiber die Antennen an die Abfra- platte und einen elektrisch isolierenden Film enthalt, der 

geeinrichtung zu senden. Die Stromversorgung der Ant- 15 die Elektrodenplatte bedeckt Die integrierte Schaltung 

wortschaltung erfolgt mittels der Leistung der empfan- wird auf den AntennenanschluB gelegt, so daB der An- 

genen elektromagnetischen Wellen. Wenn der Trans- tennenanschluB und die Elektrodenplatte einander ge- 

ponder die elektromagnetischen Wellen von der Abfra- genfiberliegen. Auf die integrierte Schaltung wird ein 

geeinrichtung mit seinen Antennen empf angt, formt ei- zweites Hfillteil gelegt Zuletzt werden das erste und das 

ne Stromversorgungsschaltung die Leistung der emp- 20 zweite Hullteil aneinandergeheftet 

fangenen Wellen in Gleichstromleistung urn und fuhrt Ein weiteres erfindungsgemaBes Verfahren zur Her- 

sie der Antwortschaltung zu, wodurch diese eingeschal- stellung einer Etikettenvorrichtung umf aBt, auf einem 

tet wird. Die Antwortschaltung demoduliert ein von der ersten Hullteil einen allgemein flachen Antennenan- 

Abfrageeinrichtung empfangenes Signal, analysiert es schluB zu biiden. Auf dem AntennenanschluB wird eine 

und gibt dann in der Antwortschaltung gespeicherte 25 dielektrische Schicht gebildet Es wird eine integrierte 

Informationen aus. Das Ausgangssignal der Antwort- Schaltung vorbereitet, die eine Antwortschaltung zum 

schaltung wird fiber einen Kopplungskondensator an Speichern von Informationen und zum Ausgeben eines 

die Antennen geleitet Als Folge werden die Informatio- auf den Informationen basierenden Signals, eine allge- 

nen fiber die Antennen an die Abfrageeinrichtung fiber- mein flache Elektrodenplatte und einen elektrisch isolie- 

tragen. 30 renden Film enthalt, der die Elektrodenplatte bedeckt 

Die Antwortschaltung und die Stromversorgungs- Die integrierte Schaltung wird auf die dielektrische 

schaltung sind auf einem Halbleiterchip in Form einer Schicht gelegt, so daB der AntennenanschluB und die 

allgemein flachen integrierten Schaltung (IC) gebildet Elektrodenplatte einander gegentiberliegen. Auf die in- 

Die integrierte Schaltung ist mittels Dr&hten mit den tegrierte Schaltung wird ein zweites Hullteil gelegt Zu- 

Antennen verbunden. Jede der Antennen hat ebenfalls 35 letzt werden das erste und das zweite Hullteil aneinan- 

eine allgemein flache Gestalt und erstreckt sich in einer dergeheftet 

Ebene nach auBen, die die flache integrierte Schaltung Ein weiteres erfindungsgemaBes Verfahren zur Her- 

enthalt Die gesamte integrierte Schaltung einschlieB- stellung einer Etikettenvorrichtung umfaBt, eine inte- 

lich der Antennen ist mit ihren einander entgegenge- grierte Schaltung vorzubereiten, die eine Antwortschal- 

setzten Hauptflachen zwischen zwei Hfillteile gelegt 40 tung zum Speichern von Informationen und zum Ausge- 

und wird dadurch dicht gekapselt Die Hfillteile sind ben eines auf den Informationen basierenden Signals, 

jeweils aus Kunststoff gebildet und weisen ebenfalls ei- eine allgemein flache Elektrodenplatte und einen elek- 

ne flache Gestalt auf. Der resultierende Aufbau bildet trisch isolierenden Film enthalt, der die Elektrodenplat- 

eine Etikettenvorrichtung, die z. B. an einem Handelsar- te bedeckt Die integrierte Schaltung wird auf ein erstes 

tikel angebracht werden kann, urn Informationen an ei- 45 Hullteil gelegt, wobei die Elektrodenplatte nach oben 

ne Abfrageeinrichtung zu senden, wie vorher dargelegt weist Auf der integrierten Schaltung wird ein allgemein 

Bei der oben beschriebenen konventionellen Etiket- flacher AntennenanschluB gebildet, so daB der Anten- 

tenvorrichtung sind folgende Probleme noch ungelSst nenanschluB der Elektrodenplatte gegenfiberliegt Auf 

Die Drahte und die Antennen bzw. die Drahte und die den AntennenanschluB wird ein zweites Hfillteil gelegt 

Anschlfisse der integrierten Schaltung sind durch Draht- 50 Zuletzt werden das erste und das zweite Hfillteil urn die 

kontaktierungen verbunden. Drahtkontaktierungen nei- integrierte Schaltung herum miteinander verbunden. 

gen zu Verbindungsdefekten infolge von Schlagen oder Ein weiteres erfindungsgemaBes Verfahren zur Her- 

StSBen, die auf der FertigungsstraBe oder wahrend des stellung einer Etikettenvorrichtung umfaBt, eine inte- 

Gebrauchs hauf ig auf das Etikett wirken. Oberdies be- grierte Schaltung vorzubereiten, die eine Antwortschal- 

dflrfen Drahtkontaktierungen hoher Pr&zision, was die 55 tung zum Speichern von Informationen und zum Ausge- 

Fertigungsschritte kompliziert macht ben eines auf den Informationen basierenden Signals, 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Eti- eine allgemein flache Elektrodenplatte und einen elek- 

kettenvorrichtung zu schaff en, die im wesentlichen frei trisch isolierenden Film enthalt, der die Elektrodenplat- 

von Fehlern ist, die Verbindungsdefekten zugeschrieben te bedeckt Die integrierte Schaltung wird auf ein erstes 

werden kdnnen, und die sehr haltbar und betriebssicher 60 Hullteil gelegt, wobei die Elektrodenplatte nach oben 

ist Ferner soli ein Verfahren zur Herstellung einer Eti- weist Auf der Elektrodenplatte wird eine dielektrische 

kettenvorrichtung geschaffen werden, das moglichst Schicht gebildet Auf der dielektrischen Schicht wird ein 

wenig komplizierte Arbeitsabiaufe umfaBt allgemein flacher AntennenanschluB gebildet, so daB 

GemaB der Erfindung ist bei einer Etikettenvorrich- der AntennenanschluB der Elektrodenplatte gegen- 

tung, die eine allgemein flache integrierte Schaltung, die 65 uberliegt Auf den AntennenanschluB wird ein zweites 
eine Antwortschaltung zum Speichern von Informatio- Hfillteil gelegt Zuletzt werden das erste und das zweite 
nen und zum Ausgeben eines auf den Informationen Hfillteil urn die integrierte Schaltung herum miteinander 
basierenden Signals enthalt, und eine Antenne aufweist, verbunden. 
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Ein weiteres erfindungsgemaBes Verfahren zur Her- 
stellung einer Etikettenvorrichtung urafaBt, auf einem 
ersten HQUteil einen ersten allgemein flacben Anten- 
nenanschlufi zu bilden. Es wird eine integrierte Schal- 
tung vorbereitet, die eine erste allgemein flache Elektro- 
denplatte auf einer von einander entgegengesetzten 
Hauptflachen eines Halbleitersubstrats, eine zweite all- 
gemein flache Elektrodenplatte auf der anderen Haupt- 
flache des Halbleitersubstrats, einen elektriscb isohe- 
renden Film, der die erste und die zweite Elektroden- 
platte bedeckt, und eine Antwortschaltung zum Spei- 
chern von Informationen und zum Ausgeben eines auf 
den Informationen basierenden Signals enthalt Die in- 
tegrierte Schaltung wird auf den ersten Antennenan- 
schlufi gelegt, so daB der erste AntennenanschluB und 
die erste Elektrodenplatte einander gegenaberliegen. 
Auf der integrierten Schaltung wird ein zweiter allge- 
mein flacher AntennenanschluB gebildet, so daB der 
zweite AntennenanschluB der zweiten Elektrodenplatte 
gegenfiberliegt Auf den zweiten AntennenanschluB 
wird ein zweites HfiUteil gelegt Zuletzt werden das er- 
ste und das zweite HQllteil um die integrierte Schaltung 
herum aneinandergeheftet 

Ein weiteres erfindungsgemaBes Verfahren zur Her- 
stellung einer Etikettenvorrichtung umfaBt, auf einem 
ersten HttUteil einen ersten allgemein flachen Anten- 
nenanschluB zu bilden. Auf dem ersten Antennenan- 
schluB wird eine erste dielektrische Schicht gebildet Es 
wird eine integrierte Schaltung vorbereitet, die eine er- 
ste allgemein flache Elektrodenplatte auf einer von ein- 
ander entgegengesetzten Hauptflachen eines Halblei- 
tersubstrats, eine zweite allgemein flache Elektroden- 
platte auf der anderen Hauptflftche des Halbleitersub- 
strats, einen elektrisch isolierenden Film, der die erste 
und die zweite Elektrodenplatte bedeckt, und eine Ant- 
wortschaltung zum Speichern von Informationen und 
zum Ausgeben eines auf den Informationen basierenden 
Signals enth&it Die integrierte Schaltung wird auf die 
erste dielektrische Schicht gelegt, so daB der erste An- 
tennenanschluB und die erste Elektrodenplatte einander 
gegenfiberliegen. Auf der integrierten Schaltung wird 
eine zweite dielektrische Schicht gebildet Auf der zwei- 
ten dielektrischen Schicht wird ein zweiter allgemein 
flacher AntennenanschluB gebildet, so daB der zweite 
AntennenanschluB der zweiten Elektrodenplatte gegen- 
fiberliegt Auf den zweiten AntennenanschluB wird ein 
zweites HQllteil gelegt Zuletzt werden das erste und das 
zweite HfiUteil um die integrierte Schaltung herum an- 
einandergeheftet 

Weitere Merkmale und Vorteile der Erflndung erge- 
ben sich aus der folgenden Beschreibung eines AusfOh- 
rungsbeispiels und aus der Zeichnung, auf die Bezug 
genommen wird Darin zeigen: 

Fig. 1 eine Schnittansicht einer die Erfindung verkdr- 
pernden Etikettenvorrichtung; 

Fig. 2 eine Aquivalentschaltung einer integrierten 
Schaltung, die in dem in Fig. 1 gezeigten Ausffihrungs- 
beispiel enthalten ist; 

Fig. 3A— 3F Draufsichten, die eine Abfolge von Ver- 
fahrensschritten zur Herstellung der in Fig. 1 gezeigten 
Etikettenvorrichtung zeigen; und 

Fig. 4A— 4N Schnitte, die zum Verstandnis eines spe- 
ziellen Arbeitsablaufs zur Herstellung der integrierten 
Schaltung in dem in Fig. 3C gezeigten Stadium nfitzlich 
sind. 

In Fig. 1 der Zeichnungen ist eine die Erfindung ver- 
kdrpernde Etikettenvorrichtung gezeigt Wie gezeigt, 
enthalt die Etikettenvorrichtung eine integrierte Schal- 



tung 1, die Informationen z. B. in bezug auf die Art, den 
Preis usw. eines Handelsartikels speichert, an dem die 
Etikettenvorrichtung befestigt ist Als Antwort auf von 
einer nicht gezeigten Abfrageeinrichtung empfangene 
5 elektromagnetische Wellen sendet die integrierte Schal- 
tung 1 ein auf den Informationen basierendes Signal an 
die Abfrageeinrichtung. Die integrierte Schaltung 1 be- 
steht aus einem allgemein flachen, aus isolierendem Ma- 
terial gebildeten Substrat und einem auf dem Substrat 

to angeordneten Schal tkreis (siehe Fig. 2\ 

Auf einander entgegengesetzten Hauptflachen des 
Substrats der integrierten Schaltung 1 befinden sich all- 
gemein flache Elektrodenplatten 2 bzw. 3, wie darge- 
stellt Ein elektrisch isolierender Film 4 bedeckt die ge- 

15 samte Umgebung der integrierten Schaltung 1 und der 
Elektrodenplatten 2 und 3. Die Elektrodenplatten 2 und 
3 kdnnen z. R als elektrisch leitende Halbleiterschichten 
ausgefilhrt sein, die auf dem Substrat der integrierten 
Schaltung 1 gebildet sind. Fur die leitenden Haibleiter- 

20 schichten kann unter anderem polykristallines Silizium 
mit einem hohen Fremdatomgehalt verwendet werden. 
Falls gewunscht, kdnnen die leitenden Halbleiterschich- 
ten durch AJuminiumschichten ersetzt werdea Der iso- 
lierende Film 4 ist z. B. als Siliziumoxidfilm, Siliziumni- 

25 tridfllm oder Schichtstoff aus den beiden Filmen ausge- 
fOhrt 

Der isolierende Film 4 weist einen unteren Oxidfilm 
4a und einen oberen Oxidfilm 4b auf. Eine dielektrische 
Schicht 5 umschlieBt den isolierenden Film 4 und weist 

30 eine untere Schicht 5a und eine obere Schicht 5b auf. 
Den Elektrodenplatten 2 und 3 liegen flache Antennen- 
anschlusse 6a bzw. 7a gegenfiber, mit dem isolierenden 
Film 4 und der dielektrischen Schicht 5 dazwischen. Mit 
den Antennenanschlfissen 6a und 7a sind Antennen 6 

35 bzw. 7 verbunden. Die dielektrische Schicht 5 entwickelt 
eine Kapazitat zwischen den Elektrodenplatten 2 und 3 
und den AntennenanschlQssen 6a und 7a. Die dielektri- 
sche Schicht 5 kann aus einem dielektrischen Polymer- 
stoff gebildet sein, z. B. Polyethylenterephtalat, Poiypro- 

40 pylen oder PolystroL Die dielektrische Schicht 5 hat eine 
Dielektrizitatskonstante, die normalerweise im Bereich 
von 2 bis 4 liegt, und eine Dicke, die im allgemeinen 
kleiner als einige Mikrometer ist Die Antennenan- 
schlusse 6a und 7a sind durch Aufdampfen auf der di- 

45 elektrischen Schicht 5 gebildete AJuminiumschichten 
oder mittels einer Drucktechnik auf die dielektrische 
Schicht 5 gedrucktes Kupfer, Wolfram oder ahnliches 
MetalL Diese Art Metall wird normalerweise fiir die 
Verdrahtung von Platinen verwendet Im AusfUhrungs- 

so beispiel sind die Antennenanschlusse 6a bzw. 7a und die 
Antennen 6 bzw. 7 zwar aus dem gleichen Material und 
aus einem Stuck gebildet, die Antennen 6 und 7 und die 
Antennenanschlusse 6a und 7a kdnnen aber auch je- 
weils aus Einzelmaterial gebildet sein. Ein HQllteil 8 be- 

55 deckt die auBere Umgebung des Antennenanschlusses 
6a und der Antenne 6. Ahnlich bedeckt ein HQUteil 9 die 
auBere Umgebung des Antennenanschlusses 7a und der 
Antenne 7. Die Htillteile 8 und 9 kdnnen wie die dielek- 
trische Schicht 5 beispielsweise aus Polyethylenter- 

60 ephtalat, Polypropylen oder Polystrol gebildet sein. 

Fig. 2 ist ein Aquivalentschaltplan der in Fig. 1 ge- 
zeigten Etikettenvorrichtung. Wie gezeigt, bilden die 
Elektrodenplatte 2 und der AntennenanschluB 6a zu- 
sammen einen Kondensator CI. Ahnlich bilden die Elek- 

65 trodenplatte 3 und der AntennenanschluB 7a einen wei- 
teren Kondensator C2. Die integrierte Schaltung 1 be- 
steht aus einer Antwortschaltung 10, einer Stromversor- 
gungsschaltung 11 und einem Kopplungskondensator 



o 
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12. Die Antwortschaltung 10 speichert die vorher er- 
wShnten Informationen und gibt sie im BedarfsfaU aus. 
Die Stromversorgungsschaltung 11 versorgt die Ant- 
wortschaltung 10 mit Strom. Der Kopplungskondensa- 
tor 12 fflhrt der Antenne 7 ein Signal zu, das auf den von 
der Antwortschaltung 10 ausgegebenen Informationen 
basiert Die Stromversorgungsschaltung 11 enthait eine 
Diode 13, deren Anode mit der Elektrodenplatte 3 ver- 
bunden ist, einen Induktor 14 (ggf. "Flywheel 0 - oder 
Schwungrad-Induktor) und einen GlSttungskondensa- 
tor 15. Der Induktor 14 laBt von der Gleichrichtung der 
Diode 13 herrflhrende Impulse hindurch. Der Glat- 
tungskondensator 15 speichert Strom. 

Die in Fig, 2 gezeigte Schaltung wird wie folgt betrie- 
ben. Von einer nicht gezeigten Abfrageeinrichtung ge- 
sendete elektromagnetische Wellen werden von den 
Antennen 6 und 7 empfangen und erzeugen zwischen 
den Antennenanschlussen 6a und 7a eine Wechselspan- 
nung. Die Wechselspannung wird fiber die Elektroden- 
platten 3 und 2 an die beiden Enden des Induktors 14 
angelegt Die Wechselspannung wird durch die Diode 
13 gleichgerichtet und dann durch den Glattungskon- 
densator 15 geglattet Als Folge erscheint an Anschlfis- 
sen 16 und 17 eine positive (+) oder negative (— ) 
Gleichspannung, die die Antwortschaltung 10 einschal- 
tet oder aktiviert Als Antwort demoduliert die Ant- 
wortschaltung 10 das empfangene Signal, analysiert das 
demodulierte Signal und gibt dann die gespeicherten 
Informationen aus. Die Informationen werden uber den 
Kopplungskondensator 12 und den durch die Elektro- 
denplatte 3 und den AntennenanschluB 7a gebildeten 
Kondensator C2 der Antenne 7 zugefOhrt Folglich wer- 
den die Informationen als elektromagnetische Wellen 
von der Antenne 7 zur Abfrageeinrichtung hin abge- 
strahlt 

Wie oben dargelegt, sind im Ausfuhrungsbeispiel die 
Antennen 6 und 7 mittels der Kondensatoren CI bzw. 
C2 elektrisch mit der integrierten Schaltung 1 verbun- 
den. Die Kondensatoren CI und C2 werden durch den 
AntennenanschluB 6a und die Elektrodenplatte 2 bzw. 
durch den AntennenanschluB 7a und die Elektroden- 
platte 3 gebildet Dadurch ist keine Drahtkontaktierung 
erforderlich, die herkdmmlich zur Verbindung von An- 
tennen und einer integrierten Schaltung verwendet 
wird. Das Ausftihrungsbeispiel ist daher frei von Feh- 
lern, die defekter Drahtkontaktierung zugeschrieben 
werden konnen. 

Ferner sind im Ausftihrungsbeispiel die Elektroden- 
platten 2 bzw. 3 mit guter Platzausnutzung auf die bei- 
den Hauptfl&chen der integrierten Schaltung 1 ge- 
schichtet Die Struktur des Ausfflhrungsbeispiels ist da- 
her selbst dann realisierbar, wenn die integrierte Schal- 
tung relativ klein ist 

AuBerdem liegt zwischen der Elektrodenplatte 2 und 
dem AntennenanschluB 6a sowie zwischen der Elektro- 
denplatte 3 und dem AntennenanschluB 7a die dielektri- 
sche Schicht 5. Im Vergleich zu dem Fall, daB die dielek- 
trische Schicht 5 fehlt, kann daher die Dicke des isolie- 
renden Films 4 verringert werden. Die durch die Elek- 
trodenplatte 2 und den AntennenanschluB 6a bzw. die 
Elektrodenplatte 3 und den AntennenanschluB 7a gebil- 
deten Kondensatoren CI und C2 konnen daher grdBere 
Kopplungskapazit£ten aufweisen. Man beachte, daB die 
dielektrische Schicht 5 weggelassen werden kann, wenn 
die durch den isolierenden Film 4 erzeugten Kopplungs- 
kapazitaten der Kondensatoren CI und C2 groB genug 
sind. 

Im obigen Ausffihrungsbeispiel sind die Elektroden- 



platten 2 und 3 auf beiden Hauptflachen der integrierten 
Schaltung 1 vorgesehen. Alternativ konnen die Elektro- 
denplatten 2 und 3 nur auf einer der einander entgegen- 
gesetzten Hauptflachen der integrierten Schaltung 1 an- 
5 geordnet sein. In diesem Fall wurden die Antennen 6a 
und 7a den Elektrodenplatten 2 und 3 an dieser einen 
Hauptflache der integrierten Schaltung 1 gegenfiberlie- 
gen. 

Fig. 3A— 3F sind Draufsichten, die den allgemeinen 

io Arbeitsablauf zur Herstellung der in Fig, 1 gezeigten 
Etikettenvorrichtung zeigen. In Flg,3A— 3F sind die 
Antennen 6 und 7 nicht gezeigt, da vorausgesetzt wird, 
daB sie einstfickig mit den Antennenanschlussen 6a bzw. 
7a gebildet werden. Die Formen der HQllteile 8 und 9 

is sowie der anderen in Fig. 3A— 3F gezeigten Bestandtei- 
le sind nur beispielhaft 

Wie in Fig. 3A gezeigt, beginnt der Arbeitsablauf da- 
mit, auf dem HQllteil 8 die Antenne 6 und den Antennen- 
anschluB 6a zu bilden. Die Antenne 6 und der Antennen- 

20 anschluB 6a werden speziell z. B. durch Aufdampfen von 
Aluminium gebildet Alternativ konnen die Antenne 6 
und der AntennenanschluB 6a unter Verwendung von 
elektrisch leitender Farbe und Kupfer, Wolfram oder 
ahnlichem Metall mittels einer Hefdrucktechnik gebil- 

25 det werden. Ferner konnen die Antenne 6 und der An- 
tennenanschluB 6a jeweils als elektrisch leitender Film 
ausgefuhrt werden, der auf das Hullteil 8 geiegt oder 
daran geheftet oder geklebt wird 
Wie in Fig, 3B gezeigt, wird die untere Schicht 5a der 

30 dielektrischen Schicht 5 auf eine solche Weise auf dem 
Hfillteil 8 gebildet, daB sie den AntennenanschluB 6a 
bedeckt Urn die untere Schicht 5a zu bilden, kann mit- 
tels Druck ein dielektrischer Polymerstoff uber dem An- 
tennenanschluB 6a auf den Hfillteil 8 aufgebracht wer- 

35 den. Alternativ kann ein Film aus einem (ggf. kondukti- 
ven) Polymerstoff fiber dem AntennenanschluB 6a auf 
den Hullteil 8 geiegt oder an den Hullteil 8 geheftet 
werden. 

Wie in Fig. 3C gezeigt, wird die integrierte Schaltung 

40 1 auf die untere Schicht 5a der dielektrischen Schicht 5 
geiegt Wie in Fig. 1 gezeigt, werden vorher die Elektro- 
denplatten 2 und 3 und der isolierende Film 4 (in Fig. 3C 
nicht gezeigt) auf die integrierte Schaltung 1 geschich- 
tet Falls gewfinscht, kann die isolierende Schicht 4 der 

45 integrierten Schaltung 1 an die untere Schicht 5a gehef- 
tet werden. Wie in Fig. 3C gezeigt, enthait die integrier- 
te Schaltung 1 ein p-leitendes Substrat 21, einen auf dem 
Substrat 21 angeordneten Schaltkreis 22 und ein Ver- 
drahtungsmuster 23, das den Schaltkreis 22 und die 

50 Elektrodenplatte 3 miteinander verbindet Ein Arbeits- 
ablauf zur Herstellung der integrierten Schaltung 1 zu- 
sammen mit den Elektrodenplatten 2 und 3 und dem 
isolierenden Film 4 wird spSter unter Bezugnahme auf 
Fig. 4A— 4N beschrieben. 

55 Wie in Fig. 3D gezeigt, wird anschlieBend die obere 
Schicht 5b der dielektrischen Schicht 5 auf eine solche 
Weise auf dem Hfillteil 8 gebildet, daB sie die gesamte 
integrierte Schaltung 1 bedeckt Urn die obere Schicht 
5b zu bilden, kann mittels Druck eine dielektrische Poly- 

60 merschicht fiber der integrierten Schaltung 1 auf den 
Hullteil 8 aufgebracht werden, oder es kann ein Film aus 
einem Polymerstoff (auf den AntennenanschluB) aufge- 
legt oder angeheftet werden. 
Wie in Fig. 3E gezeigt, werden auf der oberen Schicht 

65 5b der dielektrischen Schicht 5 die Antenne 7 und der 
AntennenanschluB 7a gebildet Die Antenne 7 und der 
AntennenanschluB 7a werden aus dem gleichen Materi- 
al und nach dem gleichen Verfahren wie die Antenne 6 
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und der AntennenanschluB 6a gebildet 

Wie in Fig. 3F gezeigt wird auf den in Fig. 3E gezeig- 
ten AntennenanschluB 7a das andere HOUteil 9 gelegt 
Die beiden HflUteile 8 und 9 werden durch SchweiBen 
oder durch Verwendung von Klebstoff um die integrier- 5 
te Schaltung 1 herum miteinander verbunden. 

In dem in Fig. 3C gezeigten Stadium werden die Elek- 
trodenplatten 2 und 3 und der isoiierende Film 4 durch 
einen spezieflen Arbeitsablauf hergestellt der nun unter 
Bezugnahme auf Flg.4A— 4N beschrieben wird 10 
Fig. 4A— 4N sind Schnitte durch die integrierte Schal- 
tung 1 lings der Linie A-A in Fig. 3C 

Wie in Fig. 4A— 4C gezeigt, werden zuerst auf der 
vorderen und der hinteren Hauptflache des in der inte- 
grierten Schaltung 1 enthaltenen p-leitenden Substrats 15 
21 Oxidfilme 24 und 25 gebildet Ein Teil 24a des Oxid- 
films 24 auf der Vorderseite wird entfernt um das Sub- 
strat 21 nach auBen freizulegen. In dem entfernten Teil 
24a werden Fremdatome in das Substrat 21 injiziert, um 
einen n + -diffundierten Bereich 26 zu bilden. Danach 20 
wird der entfernte Teil 24a des Oxidfilms 24 mit einem 
neuen Oxidfilm verschlossea Ahnlich wird ein Teil des 
Oxidfilms 25 auf der Rflckseite des Substrats 21 entfernt, 
um das Substrat 21 nach auBen freizulegen, wie in 
Fig. 4D gezeigt In diesem hinteren freigelegten Teil des 25 
Substrats 21 wird durch Ioneninjektion ein n + -diffun- 
dierter Bereich 27 gebildet Wie in Fig. 4E gezeigt, wird 
anschlieBend der hintere Oxidfilm 25 vom Substrat 21 
entfernt, und danach wird auf der Rilckseite des Sub- 
strats 21 eine n~-Schicht 28 aufgewachsen. Wie in 30 
Fig. 4F gezeigt, wird auf der n"-Schicht 28 ein Oxidfilm 
29 gebildet, und der vordere Oxidfilm 24 wird entfernt 
Wie in Fig* 4G gezeigt, wird danach auf der Vorderseite 
des Substrats 21 eine n~-Schicht 30 aufgewachsen. 

Wie in Flg.4H und 41 gezeigt, wird auf der 35 
n~ -Schicht 30 ein Oxidfilm 31 gebildet, und der hintere 
Oxidfilm 29 wird auf einem vorgewahlten Gebiet ent- 
fernt, um die Elektrodenplatte 2 zu bilden. Wie in Fig. 4J 
gezeigt, wird anschlieBend die n "-Schicht 28 durch Io- 
neninjektion in eine untere n + -Elektrodenplatte 2 um- 40 
gewandeit, wShrend die n + -diffundierte Schicht 27 zum 
GiQhen gebracht wird Ais Folge wird ein n + -diff undier- 
ter Teil 32 gebildet, der sich Qber das gesamte Substrat 
21 erstreckt Wie in Fig. 4K und 4L gezeigt, wird auf der 
unteren Elektrodenplatte 2 der untere Oxidfilm 4a des 45 
isolierenden Films 4 gebildet Gleichzeitig wird der obe- 
re Oxidfilm 31 auf zwei vorgewahlten Gebieten ent- 
fernt um die Elektrodenplatte 3 bzw. einen Elektroden- 
teil 3a zu bilden. Wie in Fig. 4M gezeigt wird anschlie- 
Bend die n~ -Schicht 30 durch Ioneninjektion teilweise 50 
in die untere n + -Elektrodenplatte 3 und den Elektro- 
denteil 3a umgewandelt wahrend der n + -diffundierte 
Teil 32 zum GiQhen gebracht wird Wie in Fig. 4N ge- 
zeigt werden zuletzt der Schaltkreis 22 der integrierten 
Schaltung 1 und die obere Oxidschicht 4b in dieser Rei- 55 
henfolge aufeinanderfolgend gebildet 

Aus dem obigen ist ersichtlich, daB die Verfahrens- 
schritte des Ausfflhrungsbeispiels keine Drahtkontak- 
tierung umfassen, die hohe Genauigkeit erfordert und 
daher einfach sind. eo 

In Fig. 3A — 4N sind zwar die Elektrodenplatten 2 und 
3 jeweils auf einander entgegengesetzten Hauptflachen 
der integrierten Schaltung 1 vorgesehen, diese Gestal- 
tung ist aber ledigUch beispielhaft Alternativ konnen 
lediglich die Elektrodenplatte 3 und der Antennenan- 65 
schluB 7a auf der oberen Hauptflache der integrierten 
Schaltung 1 gebildet werden. Um diese alternative Ge- 
staltung zu verwirklichen, ist lediglich die Folge von 



Verfahrensschritten durchzufuhren, die integrierte 
Schaltung 1 auf das HOUteil 8 zu legen, wobei die Elek- 
trodenplatte 3 nach oben weist, wie in Fig. 3A— 4N ge- 
zeigt auf der integrierten Schaltung 1 die dielektrische 
Schicht 5 zu bilden, auf der dielektrischen Schicht 5 den 
AntennenanschluB 7a zu bilden, auf den Antennenan- 
schluB 7a das HOUteil 9 zu legen und die Hullteile 8 und 9 
aneinanderzuheften. Ferner konnen lediglich die Elek- 
trodenplatte 2 und der AntennenanschluB 6a auf der 
Unterseite der integrierten Schaltung 1 gebildet wer- 
den. Dies kann durchgefOhrt werden, indem auf dem 
HOllteil 8 der AntennenanschluB 6a gebUdet wird, auf 
dem AntennenanschluB 6a die dielektrische Schicht 5 
gebildet wird, auf die dielektrische Schicht 5 die inte- 
grierte Schaltung 1 gelegt wird, wobei die Elektroden- 
platte 2 nach unten weist wie in den obigen Figuren 
gesehen, das HOllteil 9 auf die integrierte Schaltung 1 
gelegt wird und die HOUteiie 8 und 9 aneinandergeheftet 
werden. 

ZusammengefaBt sieht man, daB die Erfmdung eine 
Etikettenvorrichtung liefert, die Antennen und eine in- 
tegrierte Schaltung aufweist die durch Kondensatoren 
eiektrisch miteinander verbunden sind, die jeder durch 
einen AntennenanschluB und eine Elektrodenplatte ge- 
bildet werden. Diese Art Etikettenvorrichtung ist im 
wesentUchen frei von Fehlern, die Verbindungsdef ekten 
zugeschrieben werden konnen, und sehr haltbar und 
betriebssicher. Ferner wird die Etikettenvorrichtung 
durch Arbeitsablaufe hergestellt die keine Drahtkon- 
taktierung umfassen, welche Prazision erfordert, so daB 
die FertigungsstraBe fur die Etikettenvorrichtung ein- 
fach ist 

Die Erfindung wurde zwar unter Bezugnahme auf ein 
bestimmtes Ausftthrungsbeispiei beschrieben, ist aber 
nicht darauf beschra*nkt Man erkennt daB der Fach- 
mann das AusfOhrungsbeispiel &ndern oder modifizie- 
ren kann, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu ver- 
1 ass en. 

Patentansprflche 

1. Etikettenvorrichtung, die eine allgemein flache 
integrierte Schaltung (1), die eine Antwortschal- 
tung (10) zum Speichern von Informationen und 
zum Ausgeben eines auf den Informationen basie- 
renden Signals enthaMt, und eine Antenne (6, 7) auf- 
weist, gekennzeichnet durch 

eine allgemein flache Elektrodenplatte (2, 3), die auf 
einer Hauptflache der integrierten Schaltung (1) 
angeordnet und mit der Antwortschaltung (10) ver- 
bunden ist und 

einen allgemein flachen AntennenanschluB (6a, 7a), 
der mit der Antenne (6, 7) verbunden ist und der 
Elektrodenplatte (2, 3) in einem vorgewahlten Ab- 
stand gegeniiberliegt 

2. Etikettenvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet daB die Elektrodenplatte (2, 3) eine 
eiektrisch ieitende Halbieiterschicht oder eine Alu- 
miniumschicht aufweist 

3. Etikettenvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dafl der Antennenan- 
schluB (6a, 7a) aus dem gleichen Material wie die 
Antenne (6, 7) und einstOckig damit gebildet ist 

4. Etikettenvorrichtung nach einem der vorherge- 
henden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet daB 
der AntennenanschluB (6a, 7a) aus Aluminium, 
Kupfer oder Wolfram gebildet ist 

5. Etikettenvorrichtung nach einem der vorherge- 
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henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
sie weiterhin einen elektrisch isolierenden Film (4) 
aufweist, der zwischen der Elektrodenplatte (2, 3) 
und dem AntennenanschluB (6a, 7a) liegt und die 
Elektrodenplatte (2, 3) bedeckt 5 

6. Etikettenvorrichtung nach Anspruch 5 f dadurch 
gekennzeichnet, daB der isolierende Film (4) aus 
einem Siliziumoxidfiim und/oder einem Siliziumni- 
tridfilm gebildet ist 

7. Etikettenvorrichtung nach einem der vorherge- io 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
sie weiterhin eine dielektrische Schicht (5) aufweist, 
die zwischen der Elektrodenplatte (2, 3) und dem 
AntennenanschluB (6a, 7a) liegt 

8. Etikettenvorrichtung nach einem der vorherge- 15 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Elektrodenplatte (2, 3) verwendet wird, um ein 
Signal in die Antwortschaltung (10) einzugeben, 
wShrend die Antenne (6, 7) verwendet wird, um 
elektromagnetische Wellen zu empfangen, wobei 20 
das von der Antenne (6, 7) empfangene Signal 
durch den AntennenanschluB (6a, 7a) und die Elek- 
trodenplatte (2, 3) an die Antwortschaltung (10) ge- 
leitet wird. 

9. Etikettenvorrichtung nach einem der vorherge- 25 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Elektrodenplatte (2, 3) verwendet wird, um ein 
von der Antwortschaltung (10) zugefuhrtes Signal 
auszugeben, wahrend die Antenne (6, 7) verwendet 
wird, um elektromagnetische Wellen zu senden, 30 
wobei das von der Antwortschaltung (10) ausgege- 
bene Signal tiber die Elektrodenplatte (2, 3) durch 
den AntennenanschluB (6a, 7a) an die Antenne (6, 7) 
geleitet wird. 

10. Etikettenvorrichtung nach einem der Ansprti- 35 
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Elek- 
trodenplatte (2, 3) verwendet wird, um wahlweise 
ein Signal in die Antwortschaltung (10) einzugeben 
oder ein von der Antwortschaltung (10) zugeftihr- 
tes Signal auszugeben, wahrend die Antenne (6, 7) 40 
verwendet wird, um wahlweise elektromagnetische 
Wellen zu senden oder zu empfangen, wobei ein 
von der Antenne (6, 7) empfangenes Signal durch 
den AntennenanschluB (6a, 7a) und die Elektroden- 
platte (2, 3) an die Antwortschaltung (10) geleitet 45 
wird und wobei ein von der Antwortschaltung (10) 
ausgegebenes Signal tiber die Elektrodenplatte (2, 

3) durch den AntennenanschluB (6a, 7a) an die An- 
tenne (6, 7) geleitet wird. 

1 1. Etikettenvorrichtung nach einem der vorherge- 50 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Elektrodenplatte (2, 3) eine erste (2) und eine 
zweite (3) Elektrodenplatte aufweist, die jeweils auf 
einander entgegengesetzten Hauptflachen der in- 
tegrierten Schaltung (1) gebildet sind, und daB der 55 
AntennenanschluB (6a, 7a) einen ersten Antennen- 
anschluB (6a), der der ersten Elektrodenplatte (2) in 
einem vorgewahlten Abstand gegenuberliegt, und 
einen zweiten AntennenanschluB (7a) aufweist, der 
der zweiten Elektrodenplatte (3) in einem vorge- 60 
wahlten Abstand gegenuberliegt 

12. Etikettenvorrichtung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Antwortschaltung (10) als Antwort auf von ei- 
ner .Abfrageeinrichtung empfangene elektroma- 65 
gnetische Wellen das Signal, das auf den in der 
Antwortschaltung (10) gespeicherten Informatio- 
nen basiert, tiber die Antenne (6, 7) sendet 
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13. Verfahren zur Herstellung einer Etikettenvor- 
richtung, dadurch gekennzeichnet, daB es umfaBt: 
auf einem ersten Htiliteil (8) einen allgemein fla- 
chen AntennenanschluB (6a) zu bilden, 

eine integrierte Schaltung (1) vorzubereiten, die ei- 
ne Antwortschaltung (10) zum Speichern von Infor- 
mationen und zum Ausgeben eines auf den Infor- 
mationen basierenden Signals, eine allgemein 
flache Elektrodenplatte (2, 3) und einen elektrisch 
isolierenden Film (4) enthalt, der die Elektroden- 
platte (2, 3) bedeckt, 

die integrierte Schaltung (1) auf den Antennenan- 
schluB (6a, 7a) zu legen, so daB der Antennenan- 
schluB (6a, 7a) und die Elektrodenplatte (2, 3) einan- 
der gegentiberliegen, und 

auf die integrierte Schaltung (1) ein zweites Htiliteil 
(9) zu legen und das erste Htiliteil (8) und das zweite 
Htiliteil (9) aneinanderzuheften. 

14. Verfahren zur Herstellung einer Etikettenvor- 
richtung, dadurch gekennzeichnet, daB es umfaBt: 
auf einem ersten Htiliteil (8) einen allgemein fla- 
che n AntennenanschluB (6a) zu bilden, 

auf dem AntennenanschluB (6a) eine dielektrische 
Schicht (5) zu bilden, 

eine integrierte Schaltung (1) vorzubereiten, die ei- 
ne Antwortschaltung (10) zum Speichern von Infor- 
mationen und zum Ausgeben eines auf den Infor- 
mationen basierenden Signals, eine allgemein 
flache Elektrodenplatte (2, 3) und einen elektrisch 
isolierenden Film (4) enthalt, der die Elektroden- 
platte (2, 3) bedeckt, 

die integrierte Schaltung (1) auf die dielektrische 
Schicht (5) zu legen, so daB der AntennenanschluB 
(6a, 7a) und die Elektrodenplatte (2; 3) einander 
gegentiberliegen, und 

auf die integrierte Schaltung (1) ein zweites Htiliteil 
(9) zu legen und das erste Htiliteil (8) und das zweite 
Htiliteil (9) aneinanderzuheften. 

15. Verfahren zur Herstellung einer Etikettenvor- 
richtung, dadurch gekennzeichnet, daB es umfaBt: 
eine integrierte Schaltung (1) vorzubereiten, die ei- 
ne Antwortschaltung (10) zum Speichern von Infor- 
mationen und zum Ausgeben eines auf den Infor- 
mationen basierenden Signals, eine allgemein 
flache Elektrodenplatte (2, 3) und einen elektrisch 
isolierenden Film (4) enthalt, der die Elektroden- 
platte (2, 3) bedeckt, 

die integrierte Schaltung (1) auf ein erstes Htiliteil 
(8) zu legen, wobei die Elektrodenplatte (2, 3) nach 
oben weist, 

auf der integrierten Schaltung (1) einen allgemein 
flachen AntennenanschluB (6a, 7a) zu bilden, so daB 
der AntennenanschluB (6a, 7a) der Elektrodenplat- 
te (2, 3) gegenuberliegt, und 
auf den AntennenanschluB (6a, 7a) ein zweites Htili- 
teil (9) zu legen und das erste Htiliteil (8) und das 
zweite Htiliteil (9) um die integrierte Schaltung (1) 
herum aneinanderzuheften. 

16. Verfahren zur Herstellung einer Etikettenvor- 
richtung, dadurch gekennzeichnet, daB es umfaBt: 
eine integrierte Schaltung (1) vorzubereiten, die ei- 
ne Antwortschaltung (10) zum Speichern von Infor- 
mationen und zum Ausgeben eines auf den Infor- 
mationen basierenden Signals, eine allgemein 
flache Elektrodenplatte (2, 3) und einen elektrisch 
isolierenden Film (4) enthalt, der die Elektroden- 
platte (2, 3) bedeckt, 

die integrierte Schaltung (1) auf ein erstes HQllteil 
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(8) zu legen, wobei die Elektrodenplatte (2, 3) nach 
oben weist, 

auf der Elektrodenplatte (2, 3) eine dielektrische 
Schicht(5)zu bilden, 

auf der dielektrischen Schicht (5) einen allgemein 
flachen AntennenanschluB (6a, 7a) zu bilden, so daB 
der AntennenanschluB (6a, 7a) der Elektrodenplat- 
te (2,3) gegenuberliegt, und 
auf den AntennenanschluB (6a, zweites Hflllteil (9) 
zu legen und das erste Hflllteil (8) und das zweite 
Hflllteil (9) um die integrierte Schaltung (1) herum 
aneinanderzuheften. 

17. Verfahren zur Herstellung einer Etikettenvor- 
richtung, dadurch gekennzeichnet, daB es umf aBt: 
auf einem ersten HGllteil (8) einen ersten allgemein 
flachen AntennenanschluB (6a) zu bilden, 

eine integrierte Schaltung (1) vorzubereiten, die ei- 
ne erste allgemein flache Elektrodenplatte (2) auf 
einer von einander entgegengesetzten Hauptfia- 
chen eines Halbleitersubstrats (21), eine zweite all- 
gemein flache Elektrodenplatte (3) auf der anderen 
Hauptfiache des Halbleitersubstrats (21), einen 
elektrisch isolierenden Film (4), der die erste Elek- 
trodenplatte (2) und die zweite Elektrodenplatte (3) 
bedeckt, und eine Antwortschaltung (10) zum Spei- 
chern von Informationen und zum Ausgeben eines 
auf den Informationen basierenden Signals enthait, 
die integrierte Schaltung (1) auf den ersten Anten- 
nenanschluB (6a) zu legen, so daB der erste Anten- 
nenanschluB (6a) und die erste Elektrodenplatte (2) 
einander gegenflberliegen, 
auf der integrierten Schaltung (1) einen zweiten 
allgemein flachen AntennenanschluB (7a) zu bilden, 
so daB der zweite AntennenanschluB (7a) der zwei- 
ten Elektrodenplatte (3) gegenflberliegt, und 
auf den zweiten AntennenanschluB (7a) ein zweites 
Hflllteil (9) zu legen und das erste Hiillteil (8) und 
das zweite Hflllteil (9) um die integrierte Schaltung 
(1) herum aneinanderzuheften. 

18. Verfahren zur Herstellung einer Etikettenvor- 
richtung, dadurch gekennzeichnet, daB es umf aBt: 
auf einem ersten HOIlteil (8) einen ersten allgemein 
flachen AntennenanschluB (6a) zu bilden, 

auf dem ersten AntennenanschluB (6a) eine erste 
dielektrische Schicht (5a) zu bilden, 
eine integrierte Schaltung (1) vorzubereiten, die ei- 
ne erste allgemein flache Elektrodenplatte (2) auf 
einer von einander entgegengesetzten Hauptfla- 
chen eines Halbleitersubstrats (21), eine zweite all- 
gemein flache Elektrodenplatte (3) auf der anderen 
Hauptfiache des Halbleitersubstrats (21), einen 
elektrisch isolierenden Film (4), der die erste Elek- 
trodenplatte (2) und die zweite Elektrodenplatte (3) 
bedeckt, und eine Antwortschaltung (10) zum Spei- 
chern von Informationen und zum Ausgeben eines 
auf den Informationen basierenden Signals enthait, 
die integrierte Schaltung (1) auf die erste dielektri- 
sche Schicht (5a) zu legen, so daB der erste Anten- 
nenanschluB (6a) und die erste Elektrodenplatte (2) 
einander gegenuberliegen, auf der integrierten 
Schaltung (1) eine zweite dielektrische Schicht (Sb) 
zu bilden, auf der zweiten dielektrischen Schicht 
(Sb) einen zweiten allgemein flachen Antennenan- 
schluB (7a) zu bilden, so daB der zweite Antennen- 
anschluB (7a) der zweiten Elektrodenplatte (3) ge- 
genuberliegt, und 

auf den zweiten AntennenanschluB (7a) ein zweites 
Hflllteil (9) zu legen und das erste HOIlteil (8) und 



das zweite Hflllteil (9) um die integrierte Schaltung 
(1) herum aneinanderzuheften. 
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